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69 Verfahren zur Herstellung einer starre und f lexible Partien aufweisenden Leiterplatte fiir gedruckte

elektrische Schaltungen.

@ Eine starre Isoliermaterialplatte (123) wird an den

kiinftigen Ubergangsstellen zwischen starren und fle-
xiblen Partien der herzustellenden Leiterplatte mit durch-
gehenden Schlitzen (33) versehen, deren Enden innerhalb
der Kontur der Platte, aber ausserhalb von kiinftigen Kon-

turlinien der Leiterplatte liegen. Eine flexible Isoliermate- T4t fed2

rialfolie (121), welche elektrische Leiterbahnen (24) oder 27 128" il 3t 2%
eine zur Bildung derselben dienende Kupferfolie trégt, 26" i

wird auf der einen Seite der geschlitzten Platte (123) iiber v SN

die Schlitze (33) hinweg verlaufend angebracht. Auf der 4 / / 4, / ;
gegeniiberliegenden Seite der Platte (123) werden eine fsd A

massstabile Klebefolie (126) und eine Kupferfolie fiir die 2 b7 33’ 723" 40 ‘33 3 o5

Bildung weiterer Leiterbahnen (27) ebenfalls iiber die
Schlitze (33) hinweg verlaufend angeordnet. Nach dem
Fertigstellen der aussenliegenden Leiterbahnen (24, 27)
und der zugehdrigen Bohrungen (29, 30) wird die kiinftige
Leiterplatte entlang den vorgesehenen Konturlinien zuge-
schnitten, wobei die Enden der Schlitze (33) in der starren
Isoliermaterialplatte (23) abgetrennt werden. Schliesslich
wird die massstabile Klebefolie (126) entlang den Schlitzen
(33) durchgeschnitten, wonach an den Stellen der flexiblen
Partien der Leiterplatte die die flexible Folie (121) bedek-
kenden starren Teile (126) entfernt werden.
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PATENTANSPRUCHE (A) und einer flexiblen Partie (B) der Leiterplatte mit durchge-

1. Verfahren zur Herstellung einer starre und flexible Par- henden Schlitzen (33) versehen, deren Enden (34, 35) innerhalb

tien aufweisenden Leiterplatte fiir gedruckte elektrische Schal- der Konturen der Platten (170, 171), aber ausserhalb der kiinf-
tungen, bei der mindestens eine starre und mindestens eine tigen Konturlinien (36, 37) der Leiterplatte liegen,

flexible Isoliermaterialschicht sandwichartig miteinander ver- s b) mindestens eine die kiinftige flexible Isoliermaterial-
bunden sind, die starre Isoliermaterialschicht lediglich Teile der  schicht (61, 62) bildende flexible Folie (161, 162), welche elek-
flexiblen Isoliermaterialschicht bedeckt und zumindest die flexi-  trische Leiterbahnen (64, 65) trégt, wird zwischen den beiden
ble Isoliermaterialschicht elektrische Leiterbahnen trégt, ge- Platten (170, 171) iiber die Schlitze (33) derselben hinweg ver-
kennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte: laufend angeordnet und mit den Platten verbunden, wobei die

a) eine die kiinftige starre Isoliermaterialschicht (23) bilden- 10 Schlitze (33) der beiden Platten (170, 171) in iibereinstimmende
de Platte (123; 223) mit grosseren Abmessungen als diejenigen Lagen gebracht werden,

der herzustellenden Leiterplatte (20) wird jeweils an den kiinfti- ¢) auf der von der flexiblen Isoliermaterialfolie (161, 162)

gen Ubergangsstellen zwischen einer starren Partie (A) und abgewandten Seite jeder starren Platte (170, 171) wird eine

einer flexiblen Partie (B) der Leiterplatte mit durchgehenden Schutzfolie (172, 173) ebenfalls iiber die Schlitze (33) der be-

Schlitzen (33) versehen, deren Enden (34, 35) innerhalb der 15 treffenden Platte hinweg verlaufend angebracht und mit dersel-

Kontur der Platte (123; 223), aber ausserhalb von kiinftigen ben verbunden,

Konturlinien (36, 37) der herzustellenden Leiterplatte liegen, d) die elektrischen Leiterbahnen (74, 75) und zugehorigen
b) mindestens eine die kiinftige flexible Isoliermaterial- Bohrungen (78) der Leiterplatte werden fertiggestellt,

schicht (21) bildende flexible Folie (121), welche elektrische Lei- €) die miteinander verbundenen Platten (170, 171) und Fo-

terbahnen (24) oder eine Kupferfolie (124) zur Bildung von Lei- 20 lien (161, 162, 172, 173) werden entlang vorgesehener Konturli-
terbahnen trégt, wird auf einer Seite der Platte (123; 223) iiber nien (36, 37) der Leiterplatte durchgetrennt, wobei die Konturli-

die Schlitze (33) derselben hinweg verlaufend angebracht und nien die Endpartien (34, 35) der Schlitze (33) der beiden starren
mit der Platte verbunden, Platten (170, 171) kreuzen,
¢) auf der von der Isoliermaterialfolie (121) abgewandten f) die Schutzfolie (172, 173) auf jeder Platte (170, 171) wird

Seite der Platte (123; 223) wird eine Schutzfolie (126) ebenfalls s entlang den Schlitzen (33) der betreffenden Platte an den Uber-
tiber die Schlitze (33) der Platte hinweg verlaufend angebracht gangsstellen zwischen starren und flexiblen Partien der Leiter-

und mit der Platte verbunden, platte durchgeschnitten, und dann werden die die kiinftigen fle-
d) die elektrischen Leiterbahnen (24, 27) und zugehérigen xiblen Partien (B) der Leiterplatte bedeckenden Teile 170’,

Bohrungen (29, 30) der Leiterplatte werden fertiggestellt, 1717, 172’, 173") der beiden starren Platten (170, 171) und der
e) die starre Platte (123; 223) und die mit ihr verbundenen 30 Schutzfolien (172, 173) entfernt.

Folien (121, 124, 126) werden entlang vorgesehener Konturli- 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

nien (36, 37) der Leiterplatte durchgetrennt, wobei die Konturli- dass jede Schutzfolie (172, 173) aus Isoliermaterial besteht und

nien die Endpartien (34, 35) der Schlitze (33) der Platte kreu- auf ihrer von der betreffenden starren Platte (170, 171) abge-

zen, wandten Seite eine Kupferfolie (174, 175) triigt, aus welcher bei

f) die Schutzfolie (126) wird entlang den Schlitzen (33) der 35 dem Verfahrenschritt d) weitere elektrische Leiterbahnen (74,
Platte (123) an den Ubergangsstellen zwischen starren und flexi- 75) gebildet werden.

blen Partien der Leiterplatte durchgeschnitten, und dann wer- 7. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 und 6, dadurch
den die die kiinftigen flexiblen Partien (B) der Leiterplatte be- gekennzeichnet, dass mindestens eine der bei dem Verfahrens-
deckenden Teile (123', 126") der starren Platte (123; 223) und schritt a). verwendeten starren Platten (170, 171) aus. mindestens
der Schutzfolie (126) entfernt. 40 zwei starren Isoliermaterialschichten (50, 51) mit dazwischenlie-
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, genden elektrischen Leiterbahnen (53) gebildet wird.
dass die flexible Isoliermaterialfolie (121) auf ihrer von der star- 8. Leiterplatte fiir gedruckte elektrische Schaltungen, herge-
ren Platte (123) abgewandten Seite eine Kupferfolie (124) trigt, stellt nach dem Verfahren gemdss einem der Anspriiche 1 bis 4.
aus welcher bei dem Verfahrenschritt d) elektrische Leiterbah- 9. Leiterplatte fiir gedruckte elektrische Schaltungen, herge-
nen (24) gebildet werden. 45 stellt nach dem Verfahren geméss einem der Anspriiche 5 bis 7.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schutzfolie (126) aus Isoliermaterial besteht und auf
ihrer von der starren Platte (123) abgewandten Seite eine Kup-
ferfolie (127) trédgt, aus welcher bei dem Verfahrensschritt d)

weitere elektrische Leiterbahnen (27) gebildet werden. 50 BESCHREIBUNG
4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
gekennzeichnet, dass die bei dem Verfahrensschritt a) verwen- stellung einer starre und flexible Partien aufweisenden Leiter-

dete starre Platte (223) aus mindestens zwei starren Isoliermate- platte fiir gedruckte elektrische Schaltungen, bei der mindestens
rialschichten (50, 51) mit dazwischen liegenden elektrischen Lei- eine starre und mindestens eine flexible Isoliermaterialschicht

terbahnen (53) gebildet wird. 55 sandwichartig miteinander verbunden sind, die starre Isolierma-
5. Verfahren zur Herstellung einer starre und flexible Par- terialschicht lediglich Teile der flexiblen Isoliermaterialschicht

tien aufweisenden Leiterplatte fiir gedruckte elektrische Schal- bedeckt und zumindest die flexible Isoliermaterialschicht elek-

tungen, bei der mindestens zwei starre Isoliermaterialschichten trische Leiterbahnen trigt.

und mindestens eine dazwischen liegende flexible Isoliermate- Leiterplatten der genannten Art wie auch verschiedene Ver-

rialschicht sandwichartig miteinander verbunden sind, die star- ¢o fahren zur Herstellung derselben sind bekannt. Mehrere der be-
ren Isoliermaterialschichten lediglich Teile der flexiblen Isolier- kannten Herstellungsverfahren gehen jeweils von einer die
materialschicht bedecken und zumindest die flexible Isolierma- kiinftige starre Isoliermaterialschicht bildenden Platte aus, die
terialschicht elektrische Leiterbahnen trégt, gekennzeichnet grossere Abmessungen als die herzustellende Leiterplatte auf-
durch die folgenden Verfahrensschritte: weist. Diese Platte wird an den kiinftigen Ubergangsstellen zwi-
a) zwei die kiinftigen starren Isoliermaterialschichten (70, s schen einer starren und einer flexiblen Partie der Leiterplatte
71) bildende Platten (170, 171) mit grosseren Abmessungen als mit durchgehenden Schlitzen versehen, deren Enden innerhalb
diejenigen der herzustellenden Leiterplatte (60) werden jeweils der Konturen der Platte, aber ausserhalb der kiinftigen Kontu-
an den kiinftigen Ubergangsstellen zwischen einer starren Partic  ren der herzustellenden Leiterplatte liegen. Nachher wird eine



die kiinftige flexible Isoliermaterialschicht bildende flexible Fo-
lie auf einer Seite der Platte iiber die Schlitze derselben hinweg
verlaufend angeordnet und mittels einer dazwischen gelegten
Klebefolie unter Anwendung von Druck und Wérme mit der
Platte verbunden. Die flexible Folie trégt elektrische Leiterbah-
nen oder auf ihrer von der Platte abgewandten Seite eine Kup-
ferschicht, aus welcher elektrische Leiterbahnen gebildet wer-
den koénnen. Anschliessend werden die Leiterbahnen und zuge-
horigen Bohrungen der Leiterplatte in iiblicher Weise fertig be-
arbeitet, wonach die Platte und die mit ihr verbundene flexible
Folie entlang vorgesehener Konturlinien der Leiterplatte durch-
getrennt werden, wobei die Konturlinien die Endpartien der
Schlitze der Platte kreuzen. Die durch die Schlitze und die Kon-
turschnitte begrenzten und die kiinftigen flexiblen Partien der
Leiterplatte bedeckenden Teile der Platte werden schliesslich
von der flexiblen Folie gel6st und entfernt.

Fiir die Herstellung von Leiterplatten mit in zwei oder mehr
verschiedenen Ebenen angeordneten Leiterbahnen wird in der
Regel eine starre Platte verwendet, die auf ihrer von der flexi-
blen Folie abzuwendenden Seite mit einer Kupferschicht ka-
schiert ist, welche die Bildung von Leiterbahnen erlaubt. Eben-
so wird eine flexible Isoliermaterialfolie verwendet, die auf
ihrer von der starren Platte abzuwendenden Seite mit einer
Kupferschicht zur Bildung von Leiterbahnen kaschiert ist. Aus
den genannten Kupferschichten lassen sich in bekannter Weise
auf photo-chemischem Weg die gewiinschten Leiterbahnen er-
zeugen, und durch zugehdrige Bohrungen und galvanische
Durchplattierung kénnen Leiterbahnen auf der einen und auf
der anderen Seite der Leiterplatte miteinander elektrisch ver-
bunden werden. Bei dieser chemischen und galvanischen Bear-
beitung machen sich die in der starren Platte erzeugten Schlitze
unter Umstinden storend bemerkbar, weil diese Schlitze an der
von der flexiblen Folie abgewandten Seite der starren Platte of-
fen sind und den Eintritt von Chemikalien und anderen Fremd-
stoffen gestatten. Dies ist besonders dann nachteilig oder gar
unannehmbar, wenn die der starren Platte zugewandte Seite der
flexiblen Folie bereits Leiterbahnen trégt, die sich iiber die
Schlitze hinweg erstrecken und nicht mehr weggedtzt werden
diirfen. ’

Zur Abhilfe gibt es daher bereits ein bekanntes Verfahren,
bei dem die Schlitze in der starren Platte nicht durchgehend
sondern in Form von Nuten gebildet werden, die nur an derje-
nigen Seite der Platte offen sind, auf welcher die flexible Iso-
liermaterialfolie angebracht wird. Das Eindringen von Fremd-
stoffen in die Nuten ist dann durch die flexible Folie verhin-
dert. Nach der Fertigstellung der Leiterbahnen sind dann bei
diesem Verfahren auf der von der flexiblen Folie abgewandten
Seite der Platte zusitzliche Nuten einzufrdsen, die zusammen
mit den erstgenannten Nuten durchgehende Schlitze bilden, um

5
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Nachteile bekannter Verfahren ausgeschaltet werden. Das zur
Losung der gestellten Aufgabe gefundene Verfahren ist durch
die in den unabhiingigen Patentaspriichen 1 und 5 definierten
Verfahrensschritte gekennzeichnet.

Zweckmaissige und vorteilhafte Weiterbildungen des erfin-
dungsgemissen Verfahrens sind in den abhéngigen Anspriichen
definiert.

Weitere Einzelheiten und die durch die Erfindung erzielten
Vorteile ergeben sich aus der nun folgenden Beschreibung von

10 Ausfithrungsbeispielen, die in den beigefiigten Zeichnungen

15

schematisiert veranschaulicht sind.

Fig. 1 zeigt im Schnitt einen Teil einer starre und flexible
Partien aufweisenden Leiterplatte mit in zwei verschiedenen
Ebenen angeordneten elektrischen Leiterbahnen;

Fig. 2 ist eine Draufsicht auf eine mit Schlitzen versehene
starre Isoliermaterialplatte, die als Basis fiir die Herstellung der
Leiterplatte gemaéss Fig. 1 dient;

Fig. 3 stellt einen Schnitt entlang der Linie 3-3 in Fig. 2 dar;

Fig. 4 und Fig. 5 sind der Fig. 1 analoge Schnittdarstellun-

20 gen, welche verschiedene Phasen der Herstellung der Leiterplat-

te gemdss Fig. 1 veranschaulichen;

Fig. 6 ist eine der Fig. 3 analoge Schnittdarstellung einer aus
mehreren Schichten zusammengesetzten starren Platte, die zwi-
schen Isoliermaterialschichten eingebettete zusétzliche Leiter-

25 bahnen aufweist und anstelle der Isoliermaterialplatte geméss

den Fig. 2 und 3 in der Leiterplatte nach Fig. 1 verwendbar ist;
Fig. 7 zeigt im Schnitt einen Teil einer anderen Ausfiih-

rungsform einer starre und flexible Partien aufweisénden Lei-

terplatte mit einer Mehrzahl von in verschiedenen Ebenen ange-

30 ordneten elektrischen Leiterbahnen;

Fig. 8 ist eine Draufsicht auf eine mit Schlitzen versehene
starre Isoliermaterialplatte, von denen zwei fiir die Herstellung
der Leiterplatte gemiss Fig. 7 verwendet werden;

Fig. 9 und Fig. 10 sind der Fig. 5 analoge Schnittdarstellun-

35 gen, welche verschiedene Phasen der Herstellung der Leiterplat-

4

4
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th

das Entfernen der die kiinftigen flexiblen Partien der Leiterplat- so

te bedeckenden Teile der starren Platte zu ermdglichen. Wenn
dabei die ersten und die zweiten Nuten nicht genau iibereinstim-
men, ergeben sich an den Flanken der durchgehenden Schlitze
unerwiinschte Absitze oder Stufen. Um dies zu vermeiden, ist
eine verhiltnisméssig hohe Prizision bei der Positionierung der
ersten und der zweiten Nuten erforderlich.

Bei einem anderen bekannten Verfahren werden in der star-
ren Platte anstelle von durchgehenden Schlitzen lediglich Rillen
mit etwa V-férmigem Querschnitt zur Bildung von Sollbruch-
stellen erzeugt, die das spitere Ausbrechen der die kiinftigen
flexiblen Partien der Leiterplatte bedeckenden Teile der Platte
erlauben. Dies aber fiihrt zu unebenen und meist faserigen
Flanken der starren Isoliermaterialschicht an den Ubergangs-
stellen zwischen einer starren und einer flexiblen Partie der Lei-
terplatte, weshalb auch dieses Verfahren keine ideale Losung
ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein verbes-
sertes Verfahren zu schaffen, durch welches die geschilderten

S

by

60
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te gemiss Fig. 5 zeigen.

In den Schnittdarstellungen der Fig. 1, 4 bis 7, 9 und 10
sind der besseren Deutlichkeit wegen zumindest einzelne der
Schichten oder Folien in iibertrieben grosser Dicke im Vergleich
zu den iibrigen Abmessungen gezeichnet. )

Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Leiterplatte 20 weist
starre Partien A und flexible Partien B auf, von welch letzteren
nur eine einzige in Fig. 1 ersichtlich ist. Die Leiterplatte 20 ist
aus mehreren sandwichartig iibereinander angeordneten und
miteinander verbundenen Schichten zusammengesetzt, und
zwar wie folgt: Eine flexible Isoliermaterialschicht 21 ist mittels
einer Klebeschicht 22 mit einer starren Isoliermaterialschicht 23
verbunden, welche die flexible Isoliermaterialschicht 21 nur teil-
weise, namlich an den starren Partien A der Leiterplatte be-
deckt. Die von der starren Isoliermaterialschicht 23 abgewandte
Seite der flexiblen Isoliermaterialschicht 21 trégt elektrische
Leiterbahnen 24 und eine die letzteren iiberdeckende Deck-
schicht 25 aus Isoliermaterial. An der von der flexiblen Isolier-
materialschicht 21 abgewandten Seite der starren Schicht 23 be-
findet sich eine diinnere Trégerschicht 26 aus Isoliermaterial,
die weitere elektrische Leiterbahnen 27 und eine die letzteren
iiberdeckende Deckschicht 28 trigt. In iiblicher Weise ist die
Leiterplatte 20 ferner mit durchgehenden Bohrungen 29 und 30
versehen, die den Leiterbahnen 27 bzw. 24 und 27 zugeordnet
sind. Je nach Bedarf konnen einzelne Leiterbahnen 24 der flexi-
blen Schicht 21 und einzelne Leiterbahnen 27 der starren
Schicht 23 miteinander durch metallische Plattierung 31 der
Umfangswand der Bohrungen 30 miteinander elektrisch leitend
verbunden sein.

Bei der Herstellung der Leiterplatte 20 nach Fig. 1-wird bei-
spielsweise wie folgt verfahren:

Eine die kiinftige starre Isoliermaterialschicht 23 bildende
starre Platte 123, deren Abmessungen grosser sind als diejeni-
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gen der herzustellenden Leiterplatte 20, wird jeweils an den
kiinftigen Ubergangsstellen zwischen einer starren Partie A und
einer flexiblen Partie B der Leiterplatte mit durchgehenden
Schlitzen 33 versehen, wie in den Fig. 2 und 3 veranschaulicht

schichten, wie z.B. aufgespriihte Lackschichten, verwendet wer-
den.

Fiir die Herstellung einer gegeniiber Fig. 1 modifizierten Lei-
terplatte, bei welcher in einer einzigen Ebene angeordnete Leiter-

ist. Die Enden 34 und 35 jedes Schlitzes 33 liegen innerhalb der s bahnen 24 geniigen, wird in der in Fig. 4 dargestellten Verfah-

Kontur der Platte 123, aber ausserhalb von kiinftigen Konturli-
nien 36 und 37 der herzustellenden Leiterplatte 20.

Die derart vorbereitete Platte 123 wird gemiss Fig. 4 auf
ihrer einen Seite mit einer Klebefolie 122 und einer flexiblen

Isoliermaterialfolie 121 belegt, die ihrerseits mit einer Kupferfo- 10

lie 124 kaschiert ist. Die Klebefolie 122 wird jeweils an den
Stellen der kiinftigen flexiblen Partien B der herzustellenden
Leiterplatte ausgeschnitten, und in jede der so gebildeten Aus-
sparungen der Klebefolie 121 wird ein passend zugeschnittenes
Stiick Trennfolie 40 gleicher Dicke eingelegt. Auf der gegen-
iiberliegenden Seite der Platte 123 werden eine massstabile Kle-
befolie 126 und eine Kupferfolie 127 angeordnet. Die flexible
Isoliermaterialfolie 121, ihre Kupferkaschierung 124, die mass-
stabile Klebefolie 126 und die Kupferfolie 127 verlaufen iiber
die Schlitze 33 der starren Platte 124 hinweg. Unter Anwen-
dung von Druck und Wirme werden anschliessend die flexible
Folie 121 mittels der Klebefolie 122 und die Kupferfolie 127
mittels der nichtfliessenden Klebefolie 126 mit der starren Platte
123 fest verbunden, wobei die Schlitze 33 der Platte 123 herme-
tisch verschlossen werden.

Nachher werden aus den Kupferfolien 124 und 127 in iibli-
cher Weise die gewiinschten Leiterbahnen 24 bzw. 27 auf pho-
to-chemischem Weg gebildet. Dann werden die den Leiterbah-
nen zugeordneten Bohrungen 29 und 30 erzeugt und — sofern
erforderlich — die Durchplattierungen 31 auf galvanischem
Weg gebildet. Bei allen diesen Bearbeitungen sind die Schlitze
33 der Platte 123 gegen Eindringen von Fremdstoffen, insbe-
sondere Atzlosung und Elektrolyt, geschiitzt.

Gemdss Fig. 5 werden nachher iiber die fertiggestellten Lei-

terbahnen 24 und 27 Deckfolien 125 und 128 aus Isoliermaterial. 35

laminiert, die je an ihrer den Leiterbahnen zugewandten Seite
mit einem (nicht dargestellten) Kleber beschichtet sind. Es fol-
gen nun die Konturschnitte der Leiterplatte 20 entlang den vor-
gesehenen Konturlinien 36 und 37 (Fig. 2), wobei die Enden 34
und 35 der Schlitze 33 der Platte 123 abgetrennt werden.
Schliesslich werden mit einem Schneidewerkzeug 41 bzw. 42 auf
der von der flexiblen Folie 121 abgewandten Seite der Platte
123 die Deckfolie 128 und die massstabile Klebefolie 126 ent-
lang den Schlitzen 33 durchgetrennt, und zwar genau an den

kiinftigen Ubergangsstellen zwischen den starren Partien A und 45

den flexiblen Partien B der herzustellen Leiterplatte, wie in Fig.
5 gezeigt ist. Hierdurch werden die die flexiblen Partien B be-
deckenden Teile 123", 126" und 128" der Platte 123 und der
Folien 126 und 128 abgetrennt, wonach diese Teile zusammen

mit dem Trennfolienstiick 40 miihelos entfernt werden kénnen, so

um die fertige Leiterplatte 20 gemiss Fig. 1 zu erhalten.

Die fiir die Herstellung der Leiterplatte 20 benutzten Mate-
rialien haben zweckmadssig die folgenden Eigenschaften:

Die starre Platte 123 besteht vorzugsweise aus glasfaserver-

starktem Epoxyharz und weist eine Dicke von z.B. 1,6 mm auf. ss

Die flexible Isoliermaterialfolie 121 besteht vorzugsweise aus
Polyamid und hat eine Dicke im Bereich von 15 bis 150 pm.
Die Klebefolie 122 besteht zweckmdssig aus modifiziertem Epo-
xyharz und hat eine Dicke im Bereich von 25 bis 50 um. Die

massstabile Klebefolie 126 besteht vorzugsweise aus einem Glas- 60

fasergewebe, das mit nicht vollstidndig ausgehirtetem Epoxy-
harz imprégniert ist. Solche Klebefolien, die beim Verpressen
keinen oder nur einen sehr geringen Harzfluss zeigen, sind un-
ter der Bezeichnung «no-flow Prepregy» im Handel. Die Kupfer-
schichten 124 und 127 haben beispielsweise eine Stirke von et-
wa 35 pm, und die Deckfolien 125 und 128 mit einer Dicke im
Bereich von 50 bis 70 pm bestehen zweckmaissig aus Polyimid.
Anstelle der Deckfolien 125 und 128 kénnen andere Deck-

rensphase die Kupferfolie 127 weggelassen, so dass dann die Iso-
liermaterialfolie 126 allein die Schlitze 33 der starren Platte 123
liberdeckt und bei der weiteren Bearbeitung der Leiterplatte das
Eindringen von Fremdstoffen in die Schlitze 33 verhindert.
Wenn hingegen die Leiterplatte in mehr als zwei Ebenen lie-
gende elektrische Leiterbahnen aufweisen soll, kann dies da-
durch erzielt werden, dass anstelle der quasi homogenen starren
Platte 123 gemdss Fig. 3 eine geschichtete Platte 223 gemiss
Fig. 6 verwendet wird, die mindestens zwei starre Isoliermate-

15 rialschichten 50 und 51 sowie dazwischen angeordnete Leiter-

bahnen 53 aufweist. Die beiden starren Isoliermaterialschichten
50 und 51 sind miteinander durch eine massstabile Klebeschicht
54 verbunden, in welche die Leiterbahnen 53 eingebettet sind.

Selbstverstandlich kénnte die Platte 223 eine noch gréssere An-

20 zahl von starren Isoliermaterialschichten und dazwischen ange-

ordnete Leiterbahnen und Klebeschichten anfweisen. Bei der
Herstellung der starre und flexible Partien aufweisenden Leiter-
platte wird die geschichtete starre Platte 223 genau gleich mit
Schlitzen 33 versehen und weiter verwendet wie mit Bezug auf

25 die quasi homogene Platte 123 beschrieben wurde.

Eine andere Ausfiithrungsart einer starre und flexible Partien
aufweisenden Leiterplatte mit in mehr als zwei Ebenen angeord-
neten Leiterbahnen ist in Fig. 7 veranschaulicht. Die dort dar-
gestellte Leiterplatte 60 weist den folgenden Aufbau auf:

Zwei flexible Isoliermaterialschichten 61 und 62 sind durch
eine beidseitig mit einem (nicht dargestellten) Kleber versehene
Zwischenschicht 63 miteinander verbunden. An den voneinan-
der abgewandten Seiten tragen die flexiblen Schichten 61 und
62 je ein Leiterbahnbild 64 bzw. 65 und eine die Leiterbahnen
iiberdeckende Deckschicht 66 bzw. 67 aus Isoliermaterial. Ge-
wiinschtenfalls kénnen die flexiblen Schichten zusétzlich auch
an den einander zugekehrten Seiten mit Leiterbahnen versehen
sein. Die Deckschichten 66 und 67 sind je mittels einer Klebe-
schicht 68 bzw. 69 mit einer starren Isoliermaterialschicht 70
bzw. 71 verbunden, die sich nur iiber die starren Partien A der
Leiterplatte 60 erstreckt. An den von den flexiblen Schichten 61
und 62 abgewandten Seiten der starren Isoliermaterialschichten
70 und 71 befindet sich je eine diinnere Trigerschicht 72 bzw.
73 aus Isoliermaterial, die weitere elektrische Leiterbahnen 74
bzw. 75 und eine diese iiberdeckende Deckschicht 76 bzw. 77
trégt. Die Leiterplatte 60 ist ferner mit durchgehenden Bohrun-
gen 78 versehen, die gewiinschtenfalls Durchplattierungen 79
zum elektrischen Verbinden von in verschiedenen Ebenen ange-
ordneten Leiterbahnen aufweisen konnen.

Bei der Herstellung der Leiterplatte 60 nach Fig. 7 wird bei-
spielsweise wie folgt verfahren:

Zwei starre Isoliermaterialplatten 170 und 171, deren Ab-
messungen grosser als diejenigen der herzustellenden Leiterplat-
te 60 sind, werden jeweils an den kiinftigen Ubergangsstellen
zwischen einer starren Partie A und einer flexiblen Partie B der
Leiterplatte mit durchgehenden Schlitzen 33 versehen, wie in
den Fig. 8 und 9 gezeigt ist. Die Enden 34 und 35 jedes Schlit-
zes 33 liegen innerhalb der Konturen der Platten 170 und 171,
aber ausserhalb von kiinftigen Konturlinien 36 und 37 der her-
zustellenden Leiterplatte 60.

Flexible Isoliermaterialfolien 161 und 162 z.B. aus Poly-
imid, die je an mindestens einer ihrer Flachseiten mit einer
Kupferfolie kaschiert sind, werden zur Erzeugung der elektri-
schen Leiterbahnen 64 und 65 in iiblicher Weise photo-che-
misch bearbeitet, wonach man iiber die Leiterbahnen jeder fle-
xiblen Folie 161 bzw. 162 eine Deckfolie 166 bzw. 167 aus Iso-
liermaterial laminiert, die an ihrer den Leiterbahnen zugewand-
ten Seite mit einem (nicht dargestellten) Kleber beschichtet ist.



Weiter werden zwei Klebefolien 168 und 169 aus modifizier-
tem Epoxyharz in der Weise vorbearbeitet, dass sie jeweils an
den Stellen der kiinftigen flexiblen Partien B der herzustellen-
den Leiterplatte 60 ausgeschnitten werden.

Nachher wird die in Fig. 9 dargestellte sandwichartige
Schichtung gebildet. Diese enthilt von unten nach oben: Eine
massstabile Klebefolie 172, die an ihrer nach unten gekehrten
Seite eine auflaminierte Kupferfolie 174 tragt; die mit Schlitzen
33 versehene erste starre Platte 170; die Klebefolie 168, welche
an den Stellen der kiinftigen flexiblen Partien B der Leiterplat-
te ausgeschnitten ist, wobei in jede Aussparung der Klebefolie
168 ein Trennfolienstiick 80 gleicher Dicke eingelegt wird; die
mit den Leiterbahnen 64 und der Deckfolie 166 versehene flexi-
ble Isoliermaterialfolie 161; eine beidseitig mit Kleber beschich-
tete Deckfolie 163 aus Isoliermaterial; die mit den Leiterbahnen
68 und der Deckfolie 167 versehene flexible Isoliermaterialfolie
162; die Klebefolie 169, die an den Stellen der kiinftigen flexi-
blen Partien B der Leiterplatte ausgeschnitten ist, wobei in jede
Aussparung der Klebefolie 169 ein Trennfolienstiick 81 gleicher
Dicke eingelegt wird; die mit Schlitzen 33 versehene zweite star-
re Platte 171, wobei die Schlitze 33 beider Platten 170 und 171
iibereinstimmende Lagen haben; eine massstabile Klebefolie
173, die an ihrer nach oben gewandten Seite eine auflaminierte
Kupferfolie 175 trigt. Aus Fig. 9 ist ersichtlich, dass die ver-
schiedenen Folien, mit Ausnahme der Klebefolien 168 und 169,
iiber die Schlitze 33 der starren Platten 170 und 171 hinweg ver-
laufen. Unter Anwendung von Druck und Wirme werden die
iibereinandergeschichteten Folien und Platten dann miteinander
verbunden, wobei die Schlitze 33 der Platten 170 und 171 her-
metisch verschlossen werden.

Aus den aussenliegenden Kupferfolien 174 und 175 werden
nachher die gewiinschten dusseren Leiterbahnen 74 bzw. 75 in
iiblicher Weise auf photo-chemischem Weg erzeugt. Dann wer-
den die den Leiterbahnen zugeordneten Bohrungen 78 und ge-
gebenenfalls die Durchplattierungen 79 auf galvanischem Weg
gebildet. Bei diesen photo-chemischen und galvanischen Bear-
beitungen sind die Schlitze 33 der Platten 170 und 171 gegen
das Eindringen von Atzlésung und Elektrolyt geschiitzt.

Gemdss Fig. 10 werden nachher iber die fertiggestellten dus-
seren Leiterbahnen 74 und 75 Deckfolien 176 und 177 aus Iso-
liermaterial laminiert, die je an ihrer den Leiterbahnen zuge-
wandten Seite mit einem (nicht dargestellten) Kleber beschichtet
sind. Dann folgen die Konturschnitte der Leiterplatte 60 entlang
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den vorgesehenen Konturlinien 36 und 37 (Fig. 8), wobei

die Enden 34 und 35 der Schlitze 33 der beiden Patten 170 und
171 abgetrennt werden. Schliesslich werden mit einem oder meh-
reren Schneidewerkzeugen 41 bzw. 42 auf beiden Aussenseiten
die Deckfolien 176 und 177 und die massstabilen Klebefolien 172
und 173 entlang den Schlitzen 33 durchgetrennt, und zwar genau
an den kiinftigen Ubergangsstellen zwischen den starren Partien
A und den flexiblen Partien B der herzustellenden Leiterplatten
60, wie in Fig. 10 gezeigt ist. Hierdurch werden die die flexiblen
Partien B bedeckenden Teile 170", 171°, 172', 173’, 176" und
177’ der Platten 170, 171 und der Folien 172, 173, 176 und 177
abgetrennt, wonach diese Teile zusammen mit den Trennfolien-
stiicken 80 und 81 miihelos entfernt werden kénnen, um die fer-
tige Leiterplatte 60 geméss Fig. 7 zu erhalten.

Zweckmassig haben die fiir die Herstellung der Leiterplatte
60 verwendeten Platten und Folien etwa die gleichen technolo-
gischen Eigenschaften und Dickenabmessungen wie mit Bezug
auf das erste Ausfiihrungsbeispiel beschrieben wurde.

Es ist moglich und fiir manche Verwendungszwecke der Lei-
terplatte angezeigt, anstelle mindestens einer der quasi homoge-
nen starren Platten 170 und 171 jeweils eine geschichtete Platte
zu verwenden, wie sie unter Bezugsnahme auf Fig. 6 beispiels-
weise beschrieben wurde. Ebenso ist es mdglich, zwischen den
starren Platten mehr als zwei flexible Folien anzuordnen, die je
auf mindestens einer Seite elektrische Leiterbahnen tragen.

Die beschriebenen Herstellungsverfahren haben gegeniiber
bekannten Verfahren zur Herstellung von starre und flexible
Partien aufweisenden Leiterplatten die folgenden hauptsachli-
chen Vorteile: An den Ubergangsstellen zwischen statren Par-
tien A und flexiblen Partien B der Leiterplatte weisen die star-
ren Schichten 23 bzw. 70 und 71 glatte, saubere und vor allem
faserfreie Schnittflichen auf, die durch die Schlitze 33 gebildet
sind. Wihrend der Bearbeitung der aussenliegenden Kupferfo-
lien 124, 127 bzw. 174, 175 sind die Schlitze 33 der starren Plat-
te 123 bzw. 223 oder 170 und 171 hermetisch iiberdeckt, so dass
das Eindringen von Fremdstoffen, wie Atzlésung oder Elektro-
lyt, verhindert ist. Das Heraustrennen der die kiinftigen flexi-
blen Partien B dedeckenden Teile 123’ , 126’, 128" oder 170",
1717, 172", 173', 176’ , 177" geschieht durch einfaches Schnei-

4 den entlang den Ubergangsstellen zwischen starren und flexi-

blen Partien der Leiterplatte; ein Tiefenfrisen oder Herausbre-
chen entfallt. Alle Schritte des Herstellungsverfahrens konnen
beim Leiterplattenhersteller durchgefiihrt werden.
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